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江苏指纹模组用胶加工
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黑色固化胶是单组份耐低温导热电子胶,好品质基材、填充料、固化剂等高分子材料精制而成
的单组分电子导热胶；用于PCB板与散热片之间的高导热性粘接胶。PCB板与散热片之间的高导热
性粘接胶使用说明产品特点: 具有优异的导热性能（散热性能），固化后的导热系数高达5，为电
子产品提供了高保障的散热系数，为大功率电子产品在使用进程中的稳定起到保障作用，提高了
产品的使用性能及寿命:具有好的粘接强度，尤其对电子元器件、铝、ABS、PBT等塑料等具有良好
的附着力，同时起到既具有优异的密封性、又具有优异的粘接和导热作用。低温黑胶应用于电子
纸显示器的封边等应用。江苏指纹模组用胶加工

黑胶也是有很多分类的黑胶按固化方式分为热胶和冷胶，冷热胶的分别在于热胶在封胶时需
要预热到一定的温度。冷胶在封胶时不需预热，室温下即可，但热胶在性能，固化外观方面要好
于冷胶，可根据产品　需要自行选择。按照两度分为光亮胶和亚光胶，区别在于固化后的外观是
亮光还是亚光。按堆积高度分为低胶和高胶。区别在于包封时胶的堆积高度，在固化后对胶的高
度如果有要求请在选购时予以考虑。在电子技术快速发展带动下，小型化的携带式电子产品，不
再是遥不可及，已成为风行全球的发展趋势。江苏指纹模组用胶加工低温固化胶，主要应用于电
子元件的贴片，有点胶和印刷刮胶之分。

提高环氧胶固化速度的几种方法：环氧胶在一定温度范围内加温处理，可以有效提高胶水的
固化速度。温度越高，固化速度越快。如：双组份环氧胶，常温下24小时完全固化，但是在75°C
环境下，1小时即可完全固化。针对单组份环氧胶可以先将物料调配好，稍微等一段时间再使用，
等胶量有了反应再去浇注，这样能够加快固化。在一定范围内，提高环氧胶固化剂的用量，能有
效提高胶水固化速度。胶水点胶量要合适，环氧胶一次性施胶太多，自然需要更长时间才能完全
固化，施胶太少，虽然胶水固化速度快了，但是达不到粘接要求，影响胶水的粘接效果。

车载摄像头主要由镜头、CMOS传感器、模组组装及其他部件组成。镜头与底座粘接工艺要求
严苛，摄像头模组与PCB需加固贴合，在四边拐角上点胶水，形成保护堰，增强CMOS模组和PCB
的贴合强度，并分散和降低因震动所引起的突点张力和应力。因而，镜头底座和FPCB粘接固定需
要强有力的低温黑胶赋能，在这一领域，低温黑胶是一款低温固化单组份改良型环氧胶粘剂，用
于数码相机摄像头模组中镜头座和FPC之间的粘接，实现快速固化，低收缩率，高粘接强度，绝
缘性佳，对基材无腐蚀，符合环保、无卤要求。优异的韧性使得无论是缓震抗冲击，还是耐高低
温方面，都拥有无可比拟的优势，适合于对温度敏感的电子零部件粘结、密封，对许多材料有优
异的粘接性，存贮稳定性优良。低温黑胶具有优良的耐久性，通过许多不同的环境测试。
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以摄像模组为例，由于一些光学器件不能耐高温，要求固化温度不能太高，因此需要使用能
低温快速反应的固化剂。低温固化环氧胶固化温度低，固化速度快，不会损害温度敏感型器件，
并能在极短的时间内在各种材料之间形成粘接力，抗冲击性能优良，使用寿命长，具有较高的稳
定性，成为对温度敏感元器件粘接过程中的选择。环氧胶是指在一个分子结构中，含有两个或两
个以上的环氧基，并在适当的化学试剂及合适条件下，形成三维交联固化化合物的总称。环氧胶
粘剂的胶粘过程是一个复杂的物理和化学过程，包括浸润、粘附、固化等多个步骤，生成三维交
联结构的固化物，把被粘接物结合成一个整体。黑色低温环氧胶 是一种单组份、改性环氧树脂胶，
用于BGA或CSP底部填充制程。江苏指纹模组用胶加工

低温黑胶用于PCBA组装中各类主动和被动元器件的粘接、补强等；指纹模组；芯片四周包封。江
苏指纹模组用胶加工

许多接着剂都会采取胶管包装，置于低温环境中储存，确保黏度和反应性的稳定。一般来说，冷
藏(2~13℃)的胶管放在封口袋，直接置于室温中回温，再从袋中取出即可使用。胶管放在封口袋
中是为了防止空气中的水气沾附在胶管上面，造成后续的困扰。 冷冻(-5~-40℃)的胶管放在封口
袋，先置于冷藏的环境一段时间，再放到室温中回温。这个流程是为了避免从低温到室温的过程
中，温度的变化过于激烈时，胶管本身和管内树脂两者的膨胀不同步。如果胶管本身温度上升的
比较快，发生比较大的膨胀，管内树脂温度上升的慢，比较不膨胀，两者体积的差异就会造成管
内有空洞缺胶的现象发生。这种空洞在出货的时候并不存在，解冻时才会发生，一旦产生后在室
温也不会自己填平，是很麻烦的事情。换句话说，越低温的储存条件，恢复室温的过程越和缓越
好。江苏指纹模组用胶加工


